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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Verfahren  zur  Herstellung  einer  strukturierten  Oberfläche  auf  einem  aus  Kupfer  oder  einer 
Kupferlegierung  bestehendem  Halbzeug. 

©  Für  die  unterschiedlichsten  Anwendungsfälle, 
insbesondere  im  Baubereich,  besteht  der  Wunsch 
nach  dekorativen  Oberflächen,  deren  Farbgebung  in- 
dividuell  einstellbar  und  von  einer  Bewitterung  oder 
einer  Behandlung  mit  chemischen  Lösungen  unab- 
hängig  ist. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  einer  strukturierten  Oberfläche,  vorzugsweise 
auf  gewalzten  Kupferbändern,  sieht  zunächst  eine 
mechanische  Behandlung  vor,  mit  der  die  Oberflä- 
che  gezielt  aufgerauht  wird.  Die  aufgerauhte  Oberflä- 
che  erhält  dann  in  einem  weiteren  Verfahrensschritt 

^   eine  durch  thermisches  Spritzen  mit  Metallpulverteil- 
chen  aufgebrachte  Beschichtung. 

O  Als  Spritzpulvermaterial  eignen  sich  sowohl 
PI  Aluminium-,  Kupfer-,  Nickel-  und  Zinn-Pulverteilchen 

als  auch  Pulverteilchen  aus  Legierungen  dieser 
^   Werkstoffe,  beispielsweise  aus  einer  Kupfer-Zinn-Le- 
Iß  gierung. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  einer  strukturierten  Oberfläche  auf  einem  aus 
Kupfer  oder  einer  Kupferlegierung  bestehendem 
Halbzeug,  insbesondere  auf  gewalzten  Bändern 
oder  Blechen  mit  einer  Dicke  von  0,4  bis  1  mm. 
Ferner  betrifft  die  Erfindung  die  Verwendung  von 
strukturiertem  bandförmigem  Halbzeug  im  Baube- 
reich. 

Unter  normalen  atmosphärischen  Bedingungen 
bildet  sich  auf  der  Oberfläche  von  metallblankem 
Kupfer  eine  festhaftende  und  beständige  Deck- 
schicht,  die  sich  infolge  der  Reaktion  des  Kupfers 
mit  Feuchtigkeit  und/oder  Luftsauerstoff  teilweise 
erst  mit  großer  Zeitverzögerung  zu  einer  gleichmä- 
ßigen  Braunfärbung  weiter  entwickelt. 

Für  die  unterschiedlichen  Anwendungsfälle, 
insbesondere  im  Baubereich,  besteht  jedoch  viel- 
fach  der  Wunsch  nach  dekorativen  Oberflächen, 
deren  Farbgebung  individuell  einstellbar  und  von 
einer  Bewitterung  oder  einer  Behandlung  mit  che- 
mischen  Lösungen  unabhängig  ist.  Ferner  soll  sich 
das  Aussehen  der  Oberfläche  weder  durch  Hand- 
habung  bei  der  Montage  noch  durch  Bewitterung 
wesentlich  verändern. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  anzugeben,  mit  dem  das  Erscheinungs- 
bild  der  Oberfläche  von  aus  Kupfer  oder  Kupferle- 
gierungen  bestehendem  Halbzeug  verbessert  wer- 
den  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Kombination  der  im  Anspruch  1  angegebenen 
Verfahrensmaßnahmen  gelöst.  Vorteilhafte  Weiter- 
bildungen  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  sind 
durch  die  Merkmale  der  Unteransprüche  2  bis  6 
gekennzeichnet.  Bevorzugte  Anwendungsgebiete 
für  oberflächenveredeltes  bandförmiges  Halbzeug 
sind  in  den  Ansprüchen  7  und  8  angegeben. 

Mit  Hilfe  der  Maßnahmen  des  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahrens  gelingt  es  in  überraschend  einfa- 
cher  Weise  eine  strukturierte  Oberfläche  auf  aus 
Kupfermaterial  bestehendem  Halbzeug  zu  erzeu- 
gen,  die  vorzugsweise  ein  mattes  Aussehen  auf- 
weist  und  in  Abhängigkeit  von  dem  jeweils  verwen- 
deten  thermischen  Spritzpulvermaterial  eine  breite 
Palette  von  unterschiedlichen  Farbgebungen  auf 
dem  Basiswerkstoff  ermöglicht. 

So  erhält  beispielsweise  die  Oberfläche  eines 
durch  thermisches  Spritzen  von  Aluminiumpulver- 
teilchen  beschichteten  Kupferblechs  eine  sehr  de- 
korative  mattsilberfarbende  Oberflächenstruktur,  die 
einen  ausgezeichneten  Schutz  gegen  mechanische 
und  chemische  Beeinträchtigungen  aufweist.  Derar- 
tige  mit  Aluminiumpulverteilchen  beschichtete  Trä- 
gerbleche  eignen  sich  insbesondere  für  die  Verklei- 
dung  von  Decken  und  Wänden  für  den  anspruchs- 
vollen  Innenausbau  von  Gebäuden.  Auch  in  Verbin- 
dung  mit  Wärmetaucherelementen  können  die  be- 
schichteten  Trägerbleche  mit  besonderem  Vorteil 

eingesetzt  werden,  da  sie  durch  ihre  größere  Ober- 
fläche  den  Wirkungsgrad  von  Wärmetauschern  für 
die  Raumklimatisierung  erhöhen. 

Anhand  eines  Ausführungsbeispiels  wird  die 
5  Erfindung  im  folgenden  noch  näher  erläutert. 

Die  Oberfläche  eines  kaltgewalzten  und  gege- 
benenfalls  entfetteten  Bands  aus  SF-Cu  mit  einer 
Dicke  von  0,7  mm  und  einer  Breite  von  1  000  mm 
wurde  mittels  einer  Schleifvorrichtung  gleichmäßig 

io  in  Vorschubrichtung  des  Bands  (längs)  geschliffen. 
Für  die  mechanische  Vorbehandlung  der  Band- 
oberfläche  wurden  Schleifbänder  mit  40iger  und 
60iger  Körnung  eingesetzt.  Die  mittlere  Rauhtiefe 
der  geschliffenen  Oberfläche  betrug  nach  dem 

75  Schleifvorgang  etwa  6  um.  Geeignet  ist  eine  mittle- 
re  Rauhtiefe  von  0,5  bis  20  um.  Auf  eine  derart 
gezielt  aufgerauhte  Bandoberfläche  wurde  dann 
eine  thermische  Beschichtung  mit  Metallpulverteil- 
chen,  beispielsweise  mit  Kupferteilchen,  aufge- 

20  bracht.  Für  die  thermische  Beschichtung  stand  eine 
Flammspritzpistole  zur  Verfügung,  die  als  Trans- 
portgas  für  die  Metallpulverteilchen  vorzugsweise 
ein  inertes  Gas  verwendet. 

Die  Auftragsschichten  hatten  eine  Dicke  von 
25  etwa  0,1  mm.  Die  Beschaffenheit  der  aufgespritz- 

ten  Beschichtung  ist  matt  und  erweist  sich  auch 
optisch  als  ausreichend  deckend. 

Eine  metallographische  Untersuchung  der  Mi- 
krostruktur  der  Auftragsschicht  zeigte  eine  gute 

30  Teilchenbindung  der  aufgespritzen  Metallteilchen 
mit  dem  Trägerwerkstoff. 

Patentansprüche 

35  1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  strukturierten 
Oberfläche  auf  einem  aus  Kupfer  oder  einer 
Kupferlegierung  bestehendem  Halbzeug,  ins- 
besondere  auf  gewalzten  Bändern  oder  Ble- 
chen  mit  einer  Dicke  von  0,4  bis  1  mm,  da- 

40  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche 
des  Halbzeugs  durch  Schleifen  in  mindestens 
einer  Richtung  aufgerauht  wird  und  das  Halb- 
zeug  dann  eine  Beschichtung  erhält,  die  durch 
thermisches  Spritzen  von  Metallpulverteilchen 

45  aufgebracht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Oberfläche  des  Halbzeugs 
zunächst  längs  und  dann  quer  geschliffen  wird. 

50 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Oberfläche  des  Halbzeugs 
zunächst  in  mindestens  einer  Richtung  ge- 
schliffen  und  anschließend  zusätzlich  in  einem 

55  Walzvorgang  strukturiert  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberflä- 

2 
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che  des  Halbzeugs  nach  der  mechanischen 
Bearbeitung  eine  im  Bereich  von  0,5  bis  20 
um  liegende  mittlere  Rauhtiefe  aufweist. 

Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  thermi- 
sches  Spritzpulvermaterial  Kupfer,  Nickel,  Alu- 
minium  oder  Zinn  bzw.  eine  Legierung  auf  der 
Basis  dieser  Werkstoffe  verwendet  wird. 

Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dicke  der 
thermischen  Beschichtung  etwa  0,05  bis  0,8 
mm  beträgt 

10 

15 
Verwendung  eines  gemäß  dem  Verfahren  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  6  hergestellten 
bandförmigen  Halbzeugs  mit  strukturierter 
Oberfläche  als  Material  für  die  Verkleidung  von 
Fassaden  und  Dächern  sowie  von  Wänden  20 
und  Decken  im  Innenbereich  von  Gebäuden. 

Verwendung  eines  gemäß  dem  Verfahren  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  6  hergestellten 
bandförmigen  Halbzeugs  mit  strukturierter  25 
Oberfläche  als  Material  für  die  Herstellung  von 
flachen  Wärmetauscherelementen  für  die 
Raumklimatisierung. 
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